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<2012-2013年全球及中国先进封装行业研究报告>包括以下内容：

1 全球半导体产业概况1、全球半导体产业概况

2、IC制造产业概况

3、IC下游行业市场概况

4、先进封装产业与市场

5、23家先进封装厂家研究

2012年全球半导体销售额下滑了2.7%；半导体设备开支下滑了15%，从2011年

的435亿美元下滑到了369亿美元。2013年的半导体市场也不容乐观，全球新兴经济

体全面衰退，欧洲复苏乏力。美国和日本市场相对好一些，但作为全球最大半导体

市场的中国，经济增速低于预期，全球经济仍然未出现复苏的迹象。

虽然半导体产业整体下滑，但在晶圆代工（Foundry）领域仍然呈现增长，

2012年全球半导体晶圆代工市场总值达346亿美元，较2011年成长6.5％。随着智能

手机、平板电脑增速放缓，预计2013年晶圆代工市场仅增长1.6％，约352亿美元以

上。



先进封装厂家主要客户就是晶圆代工厂家，因此2012年先进封装厂家基本持平或微幅增长，预计2013年也是如

此。黄金是先进封装厂家尤其是LCD Driver IC封装厂家必须使用的原材料，2013年金价下跌，将提高先进封装厂此。黄金是先进封装厂家尤其是LCD Driver IC封装厂家必须使用的原材料，2013年金价下跌，将提高先进封装厂

家的利润率。

位于马来西亚和新加坡的厂家都出现了下滑，因为这一地区的晶圆代工厂收入下滑。台湾厂家除内存封装外都位于马来西亚和新加坡的厂家都出现了下滑，因为这 地区的晶圆代工厂收入下滑 台湾厂家除内存封装外都

有小幅度增长，主要是受益于TSMC、UMC的强力拉动。韩国企业则受益于三星的拉动。

日本企业J-devices增幅最大，主要是富士通将后端封装业务出售给了J-devices。2013年1月，日本最大的半导体

厂家Renesas也将3座后端封装业务工厂出售给J-devices，2013年J-devices将会有惊人的增长，该公司预计2013财年

收入超过1000亿日元，2017财年收入超过2500亿日元。

2013年表现会很好的还有台湾的Chipbond，该公司是全球最大的LCD Driver IC封装厂家。目前手机、平板电脑

的屏幕分辨率（Resolution）都大幅度提升，这会大幅提高Chipbond的收入规模。黄金是Chipbond主要的原材料，

金价下跌，Chipbond是最大受益者。为进一步完善产业链布局，2013年5月2日，Chinbond收购了COF Substrate厂家

SIMPAL ELECTRONICS 。

Chipbond还是营业利润率最高的先进封装厂家，其营业利润率在2011年是16.7%，2012年达到21.9%。也是唯

一一家营业利润率增长的公司。ASE的营业利润率紧随Chipbond，主要因为其大客户TSMC制造的都是全球最顶尖

的IC，ASE也因此具备较高的利润率。



中国大陆厂家表现不佳，JECT虽然收入大幅度增长，但是营业利润率大幅下跌，从2011年的1.8%跌至2012年

的0.2%，处于亏损边缘。

2011-2012年全球前23大封测厂家收入与营业利润率
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